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  内容摘要
  

根据统计及预测，2025年全球芯片级烧结银膏市场销售额达到了1.81亿美元，预计2032年将达到3.36亿美元，年复合增长
率（CAGR）为9.2%（2026-2032）。地区层面来看，中国市场在过去几年变化较快，2025年市场规模为
百万美元，约占全球的 %，预计2032年将达到 百万美元，届时全球占比将达到 %。
2025年美国关税政策为全球经济格局带来显著不确定性，本报告将深入解析最新关税调整及各国应对战略对芯片级烧结银
膏市场竞争态势、区域经济联动及供应链重构的潜在影响。
芯片级烧结银膏是一种用于半导体芯片贴装和高可靠封装互连的银基低温烧结材料，通常由纳米银粉、微米银粉或微纳复
合银粉、有机载体、分散剂、流变调节剂、表面改性剂和助烧结组分组成。其核心作用是在较低工艺温度下，通过有压烧
结或无压烧结方式形成致密的银烧结连接层，实现芯片与DBC基板、AMB基板、金属基板、引线框架、铜夹或散热结构之
间的高导热、高导电和高可靠连接。与传统焊料相比，芯片级烧结银膏形成的银连接层具有更高熔点、更低热阻、更强耐
高温能力和更好的功率循环可靠性，特别适用于SiC功率器件、GaN器件、IGBT模块、MOSFET、功率IC、车规功率模块、
高功率LED、光伏储能逆变器、AI服务器电源和航空航天高可靠电子封装等场景。2025年全球芯片级烧结银膏产量达62.38
吨，平均售价为2,896美元/公斤。芯片级烧结银膏年产能100吨，毛利率45%左右。
上游主要包括纳米银粉、银盐前驱体、有机载体、溶剂、分散剂、流变助剂、表面改性剂、助烧结材料、包装材料、低温
储运材料、烧结设备、印刷点胶设备和可靠性检测设备。
下游主要用于SiC功率模块、GaN器件、IGBT模块、MOSFET、功率IC、车规逆变器、车载OBC、DC
DC、DBC基板、AMB基板、高功率LED、光伏储能逆变器、AI服务器电源和航空航天高可靠电子封装。
纳米银粉约占总成本的55%至70%，有机载体、分散剂、流变助剂、表面改性剂和助烧结材料约占8%至15%，研发验证、
可靠性测试和客户认证约占6%至12%，生产制造、洁净环境、设备折旧和良率损耗约占7%至12%，包装、仓储、低温运
输、质量管理和销售管理约占5%至10%。
在半导体封装领域，芯片散热始终是制约高性能器件发展的关键挑战。烧结银膏作为一种新型无铅化互连材料，凭借其高
导热性、高可靠性及低温工艺兼容性，成为解决高功率芯片散热难题的“秘密武器”。烧结银膏通过纳米银颗粒的固态扩
散机制，实现了芯片散热性能的跨越式提升。其高导热、低温工艺兼容性及可靠性，使其在新能源汽车、5G通信、AI芯片
等领域成为不可替代的散热解决方案。尽管面临成本与工艺控制的挑战，但随着材料科学和制造工艺的进步，烧结银膏有
望进一步推动半导体封装技术向高功率密度、微型化、绿色化方向发展，重塑全球半导体产业格局。
本报告研究全球与中国市场芯片级烧结银膏的产能、产量、销量、销售额、价格及未来趋势。重点分析全球与中国市场的
主要厂商产品特点、产品规格、价格、销量、销售收入及全球和中国市场主要生产商的市场份额。历史数据为2021至2025
年，预测数据为2026至2032年。
主要厂商包括：
  Heraeus Electronics
  Indium Corporation
  Nihon Superior
  MacDermid Alpha
  Henkel
  KYOCERA Corporation
  NAMICS CORPORATION
  TANAKA PRECIOUS METAL GROUP
  Bando Chemical Industries
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  NBE Tech
  深圳芯源新材料
  广州汉源新材料
  深圳市聚峰锡制品
  清连科技
  深圳市先进连接科技
按照不同产品类型，包括如下几个类别：
  有压烧结银膏
  无压烧结银膏
按照不同产品形态，包括如下几个类别：
  印刷型烧结银膏
  点胶型烧结银膏
按照不同烧结时间，包括如下几个类别：
  烧结时间≤5min
  烧结时间>5min
按照不同应用，主要包括如下几个方面：
  新能源汽车功率模块
  AI芯片
  5G通信&数据中心
  消费电子
  航空航天与军工
  其他
重点关注如下几个地区
  北美
  欧洲
  中国
  日本
  印度
  东南亚
本文正文共10章，各章节主要内容如下：
第1章：报告统计范围、产品细分及主要的下游市场，行业背景、发展历史、现状及趋势等
第2章：全球总体规模（产能、产量、销量、需求量、销售收入等数据，2021-2032年）
第3章：全球芯片级烧结银膏主要地区分析，包括销量、销售收入等
第4章：全球范围内芯片级烧结银膏主要厂商竞争分析，主要包括芯片级烧结银膏产能、销量、收入、市场份额、价格、产
地及行业集中度分析
第5章：全球芯片级烧结银膏主要厂商基本情况介绍，包括公司简介、芯片级烧结银膏产品型号、销量、收入、价格及最新
动态等
第6章：全球不同产品类型芯片级烧结银膏销量、收入、价格及份额等
第7章：全球不同应用芯片级烧结银膏销量、收入、价格及份额等
第8章：产业链、上下游分析、销售渠道与客户分析等
第9章：行业动态、增长驱动因素、发展机遇、有利因素、不利及阻碍因素、行业政策等
第10章：报告结论

报告目录
  

1 芯片级烧结银膏市场概述
 1.1 产品定义及统计范围
 1.2 按照不同产品类型，芯片级烧结银膏主要可以分为如下几个类别
 1.2.1 全球不同产品类型芯片级烧结银膏销售额增长趋势2021 VS 2025 VS 2032
 1.2.2 有压烧结银膏
 1.2.3 无压烧结银膏
 1.3 按照不同产品形态，芯片级烧结银膏主要可以分为如下几个类别
 1.3.1 全球不同产品形态芯片级烧结银膏销售额增长趋势2021 VS 2025 VS 2032
 1.3.2 印刷型烧结银膏
 1.3.3 点胶型烧结银膏
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 1.4 按照不同烧结时间，芯片级烧结银膏主要可以分为如下几个类别
 1.4.1 全球不同烧结时间芯片级烧结银膏销售额增长趋势2021 VS 2025 VS 2032
 1.4.2 烧结时间≤5min
 1.4.3 烧结时间>5min
 1.5 从不同应用，芯片级烧结银膏主要包括如下几个方面
 1.5.1 全球不同应用芯片级烧结银膏销售额增长趋势2021 VS 2025 VS 2032
 1.5.2 新能源汽车功率模块
 1.5.3 AI芯片
 1.5.4 5G通信&数据中心
 1.5.5 消费电子
 1.5.6 航空航天与军工
 1.5.7 其他
 1.6 芯片级烧结银膏行业背景、发展历史、现状及趋势
 1.6.1 芯片级烧结银膏行业目前现状分析
 1.6.2 芯片级烧结银膏发展趋势
2 全球芯片级烧结银膏总体规模分析
 2.1 全球芯片级烧结银膏供需现状及预测（2021-2032）
 2.1.1 全球芯片级烧结银膏产能、产量、产能利用率及发展趋势（2021-2032）
 2.1.2 全球芯片级烧结银膏产量、需求量及发展趋势（2021-2032）
 2.2 全球主要地区芯片级烧结银膏产量及发展趋势（2021-2032）
 2.2.1 全球主要地区芯片级烧结银膏产量（2021-2026）
 2.2.2 全球主要地区芯片级烧结银膏产量（2027-2032）
 2.2.3 全球主要地区芯片级烧结银膏产量市场份额（2021-2032）
 2.3 中国芯片级烧结银膏供需现状及预测（2021-2032）
 2.3.1 中国芯片级烧结银膏产能、产量、产能利用率及发展趋势（2021-2032）
 2.3.2 中国芯片级烧结银膏产量、市场需求量及发展趋势（2021-2032）
 2.4 全球芯片级烧结银膏销量及销售额
 2.4.1 全球市场芯片级烧结银膏销售额（2021-2032）
 2.4.2 全球市场芯片级烧结银膏销量（2021-2032）
 2.4.3 全球市场芯片级烧结银膏价格趋势（2021-2032）
3 全球芯片级烧结银膏主要地区分析
 3.1 全球主要地区芯片级烧结银膏市场规模分析：2021 VS 2025 VS 2032
 3.1.1 全球主要地区芯片级烧结银膏销售收入及市场份额（2021-2026）
 3.1.2 全球主要地区芯片级烧结银膏销售收入预测（2027-2032）
 3.2 全球主要地区芯片级烧结银膏销量分析：2021 VS 2025 VS 2032
 3.2.1 全球主要地区芯片级烧结银膏销量及市场份额（2021-2026）
 3.2.2 全球主要地区芯片级烧结银膏销量及市场份额预测（2027-2032）
 3.3 北美市场芯片级烧结银膏销量、收入及增长率（2021-2032）
 3.4 欧洲市场芯片级烧结银膏销量、收入及增长率（2021-2032）
 3.5 中国市场芯片级烧结银膏销量、收入及增长率（2021-2032）
 3.6 日本市场芯片级烧结银膏销量、收入及增长率（2021-2032）
 3.7 东南亚市场芯片级烧结银膏销量、收入及增长率（2021-2032）
 3.8 印度市场芯片级烧结银膏销量、收入及增长率（2021-2032）
4 全球与中国主要厂商市场份额分析
 4.1 全球市场主要厂商芯片级烧结银膏产能市场份额
 4.2 全球市场主要厂商芯片级烧结银膏销量（2021-2026）
 4.2.1 全球市场主要厂商芯片级烧结银膏销量（2021-2026）
 4.2.2 全球市场主要厂商芯片级烧结银膏销售收入（2021-2026）
 4.2.3 全球市场主要厂商芯片级烧结银膏销售价格（2021-2026）
 4.2.4 2025年全球主要生产商芯片级烧结银膏收入排名
 4.3 中国市场主要厂商芯片级烧结银膏销量（2021-2026）
 4.3.1 中国市场主要厂商芯片级烧结银膏销量（2021-2026）
 4.3.2 中国市场主要厂商芯片级烧结银膏销售收入（2021-2026）
 4.3.3 2025年中国主要生产商芯片级烧结银膏收入排名
 4.3.4 中国市场主要厂商芯片级烧结银膏销售价格（2021-2026）
 4.4 全球主要厂商芯片级烧结银膏总部及产地分布
 4.5 全球主要厂商成立时间及芯片级烧结银膏商业化日期
 4.6 全球主要厂商芯片级烧结银膏产品类型及应用
 4.7 芯片级烧结银膏行业集中度、竞争程度分析
 4.7.1 芯片级烧结银膏行业集中度分析：2025年全球Top 5生产商市场份额
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 4.7.2 全球芯片级烧结银膏第一梯队、第二梯队和第三梯队生产商（品牌）及市场份额
 4.8 新增投资及市场并购活动
5 全球主要生产商分析
 5.1 Heraeus Electronics
 5.1.1 Heraeus Electronics基本信息、芯片级烧结银膏生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
 5.1.2 Heraeus Electronics 芯片级烧结银膏产品规格、参数及市场应用
 5.1.3 Heraeus Electronics 芯片级烧结银膏销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
 5.1.4 Heraeus Electronics公司简介及主要业务
 5.1.5 Heraeus Electronics企业最新动态
 5.2 Indium Corporation
 5.2.1 Indium Corporation基本信息、芯片级烧结银膏生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
 5.2.2 Indium Corporation 芯片级烧结银膏产品规格、参数及市场应用
 5.2.3 Indium Corporation 芯片级烧结银膏销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
 5.2.4 Indium Corporation公司简介及主要业务
 5.2.5 Indium Corporation企业最新动态
 5.3 Nihon Superior
 5.3.1 Nihon Superior基本信息、芯片级烧结银膏生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
 5.3.2 Nihon Superior 芯片级烧结银膏产品规格、参数及市场应用
 5.3.3 Nihon Superior 芯片级烧结银膏销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
 5.3.4 Nihon Superior公司简介及主要业务
 5.3.5 Nihon Superior企业最新动态
 5.4 MacDermid Alpha
 5.4.1 MacDermid Alpha基本信息、芯片级烧结银膏生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
 5.4.2 MacDermid Alpha 芯片级烧结银膏产品规格、参数及市场应用
 5.4.3 MacDermid Alpha 芯片级烧结银膏销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
 5.4.4 MacDermid Alpha公司简介及主要业务
 5.4.5 MacDermid Alpha企业最新动态
 5.5 Henkel
 5.5.1 Henkel基本信息、芯片级烧结银膏生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
 5.5.2 Henkel 芯片级烧结银膏产品规格、参数及市场应用
 5.5.3 Henkel 芯片级烧结银膏销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
 5.5.4 Henkel公司简介及主要业务
 5.5.5 Henkel企业最新动态
 5.6 KYOCERA Corporation
 5.6.1 KYOCERA Corporation基本信息、芯片级烧结银膏生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
 5.6.2 KYOCERA Corporation 芯片级烧结银膏产品规格、参数及市场应用
 5.6.3 KYOCERA Corporation 芯片级烧结银膏销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
 5.6.4 KYOCERA Corporation公司简介及主要业务
 5.6.5 KYOCERA Corporation企业最新动态
 5.7 NAMICS CORPORATION
 5.7.1 NAMICS CORPORATION基本信息、芯片级烧结银膏生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
 5.7.2 NAMICS CORPORATION 芯片级烧结银膏产品规格、参数及市场应用
 5.7.3 NAMICS CORPORATION 芯片级烧结银膏销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
 5.7.4 NAMICS CORPORATION公司简介及主要业务
 5.7.5 NAMICS CORPORATION企业最新动态
 5.8 TANAKA PRECIOUS METAL GROUP
 5.8.1 TANAKA PRECIOUS METAL GROUP基本信息、芯片级烧结银膏生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
 5.8.2 TANAKA PRECIOUS METAL GROUP 芯片级烧结银膏产品规格、参数及市场应用
 5.8.3 TANAKA PRECIOUS METAL GROUP 芯片级烧结银膏销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
 5.8.4 TANAKA PRECIOUS METAL GROUP公司简介及主要业务
 5.8.5 TANAKA PRECIOUS METAL GROUP企业最新动态
 5.9 Bando Chemical Industries
 5.9.1 Bando Chemical Industries基本信息、芯片级烧结银膏生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
 5.9.2 Bando Chemical Industries 芯片级烧结银膏产品规格、参数及市场应用
 5.9.3 Bando Chemical Industries 芯片级烧结银膏销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
 5.9.4 Bando Chemical Industries公司简介及主要业务
 5.9.5 Bando Chemical Industries企业最新动态
 5.10 NBE Tech
 5.10.1 NBE Tech基本信息、芯片级烧结银膏生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
 5.10.2 NBE Tech 芯片级烧结银膏产品规格、参数及市场应用
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 5.10.3 NBE Tech 芯片级烧结银膏销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
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